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摘要(译)

公开了一种OLED封装方法，封装结构和显示装置。该封装方法包括在待
封装的OLED上形成至少一组薄膜。每组薄膜包括三个薄膜，每组薄膜中
的中间薄膜是中间无机 - 有机混合层。中间无机 - 有机混合层作为中间膜
布置在每组膜中，并且连接每组膜中的上膜和下膜，使得每组膜中的上
膜和下膜之间的粘附有效地改善了上部和下部薄膜的剥离。
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